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【はじめに】環境調和型微細加工プロセスとして，光触媒リソグラフィが注目されている．アナ

ターゼ型TiO2に代表される光触媒の酸化力をエッチング能として利用することにより，環境負荷

の大きい溶剤を用いることなく，金属薄膜の微細加工が可能となる．我々はこれまでに，ZnOナ

ノアイランド，TiO2ナノ粒子およびTiO2薄膜によるCu薄膜のパターニング結果を報告している

[1-3]．ここで，TiO2薄膜はそれ自身を微細加工できるため，レジストフリーのエッチングプロセ

スを開発できる可能性を有している．本研究では，TiO2薄膜の光触媒活性を向上するために，TiO2

ナノ粒子とのハイブリッド化を試みた． 

【実験方法】TiO2ゾルにTiO2ナノ粒子を添加後，塗布・焼成することにより，TiO2薄膜内にTiO2

ナノ粒子が分散したハイブリッド薄膜を作製した．一方，マグネトロンスパッタ装置を用いてCu

薄膜を成膜後，ポジ型レジストパターンを形成することで被加工体を作製した．両基板を1mm厚

のスペーサーを介して重ね合わせ，70℃に加熱しながら超純水中でUV光を2時間照射した（Fig. 1）． 

【結果と考察】Fig.2 に示すとおり，上記プロセスにより 5m のボックスパターンを明瞭にエッチ

ングできた．光励起により TiO2の価電子帯に生成した正孔が，H2O 分子から電子を奪うことで非

常に酸化力の強いヒドロキシルラジカル（･OH）を発生させ，それらが間接的に Cu 薄膜表面をエ

ッチングしたことを示唆している．また，TiO2 薄膜単体でのプロセスで問題視されていた Cu 残

渣が存在しないことから，TiO2 ナノ粒子とのハイブリッド化により光触媒活性が向上していると

考えられる．今後は，レジストフリープロセスの確立を目的に，TiO2 ハイブリット薄膜のパター

ニングについて検討する． 
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Fig.1 Etching Method Fig.2 Etched Sample: 5m Box Pattern 
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